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Sécurité

Before installing this product, read the Safety Information.

Ayl cllaadall 301 B aag opxiiall 13a S 5 (14

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes de Seguranca.
AERBEARTE 220, 4P Safety Information (Z&fHR) .
RERESZAN  HAMRE T LM, -

Prije instalacije ovog produkta obavezno proéitajte Sigurnosne Upute.

Pred instalaci tohoto produktu si prectéte pfirucku bezpeénostnich instrukei.

Laes sikkerhedsforskrifterne, for du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.
Ennen kuin asennat tdman tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.
Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Mpwv eykataoTroeTe TO TPOIOV autd, H1aBacTe TI§ MANPOQOPIES aopAlelas
(safety information).

MN"02N MK OR IRIP 0T 1¥I0 1"pRnw 197

Atermék telepitése el6tt olvassa el a Biztonsagi el6irasokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.
HROREDHNC. REFERESHAA IS,

= MZ2 dXdt) A0 2t B85S SN2,

[Mpen na ce mHCTAIMpa OBO] NPOJAYKT, NpourTajTe HH(popManmjaTa 3a 6Ge3deHOCT.

RISAAE S

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) fer du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, nalezy zapoznac sig
z ksiazka "Informacje dotyczace bezpieczenstwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes sobre Seguranca.
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Mepen ycTaHOBKOM NPOAYKTA MPOYTUTE UHCTPYKLIUA MO
TeXHUKe 6830I'IE.CHOCTM.

Pred instalaciou tohto zariadenia si pecitaje Bezpecnostné predpisy.
Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la informacion de seguridad.

Lé&s sakerhetsinformationen innan du installerar den har produkten.
Bygvafayfragwiis] §x P g aas

5 Ry AR AR AR RGN

Bu driind kurmadan énce glvenlik bilgilerini okuyun.
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Yougq mwngz yungh canjbinj neix gaxgeng, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengg cungj vahgangj ancien siusik.

Liste de contréle d'inspection de sécurité

Utilisez les informations de cette section pour identifier les conditions potentiellement dangereuses
concernant votre serveur. Les éléments de sécurité requis ont été congus et installés au fil de la fabrication
de chaque machine afin de protéger les utilisateurs et les techniciens de maintenance contre tout risque
physique.

Remarque : Le produit n’est pas adapté a une utilisation sur des terminaux vidéo, conformément aux
réglementations sur le lieu de travail §2.

Remarque : La configuration du serveur est réalisée uniqguement dans la salle de serveur.

ATTENTION :

Cet équipement doit étre installé ou entretenu par des techniciens qualifiés, conformément aux
directives IEC 62368-1, la norme pour la sécurité des équipements électroniques dans le domaine de
I'audio/vidéo, de la technologie des informations et des technologies de communication. Lenovo
suppose que vous étes habilité a effectuer la maintenance du matériel et formé a 'identification des
risques dans les produits présentant des niveaux de courant électrique. L’acceés a I’'appareil se fait via
I'utilisation d’un outil, d’un verrou et d’une clé, ou par tout autre moyen de sécurité et est contrélé par
I'autorité responsable de ’emplacement.

Important : Le serveur doit étre mis a la terre afin de garantir la sécurité de I'opérateur et le bon
fonctionnement du systeme. La mise a la terre de la prise de courant peut étre vérifiée par un électricien
agréé.

Utilisez la liste de contrdle suivante pour vérifier qu’il n’existe aucune condition potentiellement dangereuse :

1. Si votre condition de travail nécessite que le serveur soit mis hors tension, ou si vous souhaitez le mettre
hors tension, assurez-vous de ne pas débrancher le cordon d’alimentation.

S002
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ATTENTION :

Le bouton de mise sous tension du serveur et I'interrupteur du bloc d’alimentation ne coupent pas
le courant électrique alimentant I'unité. En outre, le systéme peut étre équipé de plusieurs
cordons d'alimentation. Pour mettre I'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les
cordons de la source d'alimentation.

Remarque : Dans certaines circonstances, la mise hors tension du serveur n’est pas un prérequis.
Avant d’effectuer une tache, consultez les précautions a prendre.

2. Vérifiez I’état du cordon d’alimentation.

¢ \Vérifiez que le connecteur de mise a la terre a trois fils est en parfait état. A I'aide d’un metre, mesurez
la résistance du connecteur de mise a la terre a trois fils entre la broche de mise a la terre externe et la
terre du chéssis. Elle doit &tre égale ou inférieure a 0,1 ohm.

e Vérifiez que le type du cordon d’alimentation est correct.

Pour afficher les cordons d’alimentation disponibles pour le serveur :
a. Accédez a:

http://dcsc.lenovo.com/#/

b. Cliquez sur Preconfigured Model (Modéle préconfiguré) ou Configure to order (Configuration
de la commande).

c. Entrez le type de machine et le modele de votre serveur pour afficher la page de configuration.

d. Cliquez sur I'onglet Power (Alimentation) - Power Cables (Cordons d’alimentation) pour
afficher tous les cordons d’alimentation.

e Vérifiez que la couche isolante n’est pas effilochée, ni déchirée.

3. Vérifiez I'absence de modifications non agréées par Lenovo. Etudiez avec soin le niveau de sécurité des
modifications non agréées par Lenovo.

4. Vérifiez la présence éventuelle de conditions dangereuses dans le serveur (obturations métalliques,
contamination, eau ou autre liquide, signes d’endommagement par les flammes ou la fumée).

5. Veérifiez que les cables ne sont pas usés, effilochés ou pincés.

6. Vérifiez que les fixations du carter du bloc d’alimentation électrique (vis ou rivets) sont présentes et en
parfait état.

© Copyright Lenovo 2024 v
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Cheminement interne des cables

Consultez cette section pour procéder au cheminement des cables pour des composants spécifiques.

Remarques : Suivez les instructions ci-dessous lorsque vous connectez des cables :

Mettez le serveur hors tension avant de connecter ou de déconnecter des cables internes.

Pour obtenir des instructions de cablage supplémentaires, consultez la documentation fournie avec les
périphériques externes. Il peut s’avérer plus facile d’installer les cables avant de connecter les
périphériques au serveur.

Les identifiants de certains cables sont gravés sur les cables fournis avec le serveur et les périphériques
en option. Utilisez ces identificateurs pour relier les cables aux connecteurs appropriés.

Assurez-vous que le cable n’est pas coincé, ne recouvre pas les connecteurs et ne bloque pas les
composants du bloc carte mére.

Veillez a ce que les cables appropriés passent dans les clips de fixation.

Remarque : Libérez tous les loquets, pattes de déverrouillage ou verrous des connecteurs des cables
lorsque vous déconnectez les cables du bloc carte mére. Si vous ne le faites pas, le retrait des cables
endommagera les ports de cable du bloc carte mére. S’ils sont endommagés, vous devrez peut-étre
remplacer le bloc carte mere.

Débranchez les cables en appuyant sur les loquets de déblocage

/ ) / s /”

Identification des connecteurs

Consultez cette section pour localiser et identifier les connecteurs des cartes électriques.

© Copyright Lenovo 2024




Connecteurs de fond de panier d'unité

Consultez cette section pour localiser les connecteurs présents sur les fonds de panier d’unité.

¢ «Fond de panier AnyBay 10 x 2,5 pouces » a la page 2

¢ «Fond de panier AnyBay 4 x 2,5 pouces » a la page 2

¢ «Fond de panier arriére 2 x 2,5 pouces AnyBay » a la page 2
e «Fond de panier d’unité M.2 interne » a la page 3

Fond de panier AnyBay 10 x 2,5 pouces
Consultez cette section pour localiser les connecteurs présents sur le fond de panier d’unité 10 x 2,5 pouces.

S bk A

NVMe 8-9
H SAS 2
BNVMe6a7
A SAS 1

H Alimentation
ANVMe4a5
NVMe2a3
BNVMeOa1
B SASO

Figure 1. Fond de panier AnyBay 10 x 2,5 pouces

Fond de panier AnyBay 4 x 2,5 pouces
Consultez cette section pour localiser les connecteurs présents sur le fond de panier d’unité 4 x 2,5 pouces.
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NVMe2a3
H SAS

H Alimentation
BANVMeOai

Figure 2. Fond de panier AnyBay 4 x 2,5 pouces

Fond de panier arriére 2 x 2,5 pouces AnyBay

Consultez cette section pour localiser les connecteurs présents sur le fond de panier d’unité 2 x 2,5 pouces
arriére.
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K SAS
H Alimentation
H NVMe

Figure 3. Fond de panier arriére 2 x 2,5 pouces AnyBay

Fond de panier d’unité M.2 interne

Pour en savoir plus sur les emplacements des connecteurs M.2 des fonds de panier internes, voir
« Remplacement du fond de panier M.2 interne et des unités M.2 » dans le Guide d’utilisation ou le Guide de
maintenance du matériel.

Module d’E-S avant

Cette section décrit le cheminement des cables pour les modules d’E-S avant.

Cheminement des cables pour les modules d’E-S avant

¢ Pour en savoir plus sur les emplacements des connecteurs du module d’E-S avant sur la carte du
processeur, voir « Connecteurs du bloc carte mére » dans le Guide d’utilisation ou le Guide de
configuration systéme.

¢ Les illustrations présentent le scénario de cablage des modeles de serveur avec des baies d’unité avant

de 2,5 pouces. L’'emplacement de chaque connecteur a I’avant du serveur varie en fonction des modeéles.

Pour en savoir plus sur les emplacements des composants d’E-S avant pour différents modéles, voir
«Vue avant » dans le Guide d'utilisation ou le Guide de configuration systeme et « Module d’E-S avant »
dans le Guide d'utilisation ou le Guide de configuration systeme.

Chapter 1 Cheminement interne des cables
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Figure 4. Cheminement des cables pour un module d’E-S avant

De A
Connecteurs USB et MiniDPRemarque Carte d’E-S USB
Hl Panneau opérateur avant H Connecteur FIO

Remarque : Les connecteurs USB et MiniDP ne sont pas disponibles sur certains modules d’E-S avant.

Assemblage de cartes mezzanines avant

La présente section décrit le cheminement des cables d’alimentation et d’interface de I'assemblage de
cartes mezzanines avant.

Pour en savoir plus sur les emplacements des connecteurs de I'assemblage de cartes mezzanines avant sur
la carte du processeur, voir « Connecteurs du bloc carte mére » dans le Guide d’utilisation ou le Guide de
configuration systéme.

4  ThinkSystem SR630 V4 Guide de cheminement interne des cables



=
L)

Figure 5. Cheminement des cables de I’'assemblage de cartes mezzanines avant

De

A

Carte mezzanine 5-4 sur 'emplacement 4

B Alimentation sur le connecteur PCle 15 et
d’alimentationRemarque

1 Alimentation sur le connecteur PCle 12 et
d’alimentationRemarque

I Connecteur PCle 6

X1 Connecteur PCle 5

H Carte mezzanine 5-4 sur 'emplacement 5

A Alimentation sur le connecteur PCle 10 et
d’alimentation

I Connecteur PCle 4

I Connecteur PCle 3

Remarques : Le connecteur d’alimentation part de la carte mezzanine cablée avant et est relié a :

. lorsque des dissipateurs thermiques standard ou de performances sont installés.

. lorsque le Module NeptCore est installé.
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Fond de panier d’unité M.2 interne

Cette section fournit des informations sur le cheminement des cables pour les unités M.2 internes.

Cheminement des cables du fond de panier d’unité M.2

Pour en savoir plus sur les emplacements des connecteurs M.2 sur les fonds de panier et la carte du
processeur, voir « Remplacement du fond de panier M.2 interne et de I'unité M.2 » dans le Guide d’utilisation
ou le Guide de maintenance du matériel et « Connecteurs du bloc carte mére » dans le Guide d’utilisation ou
le Guide de configuration systeme.

Cheminement des cables pour le fond de panier M.2 interne

ILFQE =

De A

Connecteur d’alimentation M.2

Fond de panier M.2 interne
I Connecteur d’interface du fond de panier M.2/7 mm

Commutateur de détection d'intrusion

Cette section décrit le cheminement des cables pour le commutateur de détection d’intrusion.

6 ThinkSystem SR630 V4 Guide de cheminement interne des cables



Pour en savoir plus sur les emplacements du connecteur du commutateur de détection d’intrusion sur la
carte du processeur, voir « Connecteurs du bloc carte mere » dans le Guide d’utilisation ou le Guide de

configuration systéme.
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Figure 6. Cheminement des cables du commutateur de détection d’intrusion

De

A

Cable pour commutateur de détection d’intrusion

H Connecteur du commutateur d’intrusion

Carte d’interposeur OCP

La présente section décrit le cheminement des cables entre deux cartes d’interposeur OCP et la carte du

processeur.

Chapter 1 Cheminement interne des cables
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Figure 7. Cheminement des cébles pour les cartes
d’interposeur OCP avec un processeur

Figure 8. Cheminement des cébles pour les cartes
d’interposeur OCP avec deux processeurs

De

A

De

A

Hl Alimentation de la carte
d’interposeur OCP avant

H Alimentation de la carte
d’interposeur OCP arriere

Alimentation de la carte
d’interposeur OCP avant

Hl Alimentation de la carte
d’interposeur OCP arriere

H Signal de la carte
d’interposeur OCP
(MCIO 1)

H Connecteur PCle 10 et
d’alimentation

H Signal de la carte
d'interposeur OCP (MCIO
2)

H Connecteur PCle 10 et
d’alimentation

H Bande latérale
d’alimentation de la carte
d’interposeur OCP avant

(SWIFT)

H Bande latérale
d’alimentation de la carte
d’interposeur OCP arriere
(SWIFT)

H Signal de la carte
d'interposeur OCP (MCIO

1)

H Connecteur PCle 2

I Bande latérale
d’alimentation de la carte
d’interposeur OCP avant
(SWIFT)

I Bande latérale
d’alimentation de la carte
d’interposeur OCP arriére
(SWIFT)

Module OCP

Utilisez la section pour comprendre le cheminement des cébles pour deux modules OCP.

8 ThinkSystem SR630 V4 Guide de cheminement interne des cables




Pour en savoir plus sur les emplacements des connecteurs du module OCP sur la carte du processeur, voir
« Connecteurs du bloc carte mere » dans le Guide d'utilisation ou le Guide de configuration systeme.
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Figure 9. Cheminement des cables des modules OCP
De A
Connecteur d’extension OCP 2 H Connecteur PCle 12 et d’alimentation
H Connecteur d’extension OCP 1 H Connecteur PCle 10 et d’alimentation

Processor Neptune™ Air Module
Cette section décrit le cheminement des cables pour le Processor Neptune™ Air Module (NeptAir).

e Pour en savoir plus sur les emplacements des connecteurs du Module NeptAir sur la carte du processeur,
voir « Connecteurs du bloc carte mere » dans le Guide d’utilisation ou le Guide de maintenance du

matériel.

e |es deux cébles de la pompe et un céble pour module de capteur de détection de fuites sont intégrés au
Module NeptAir ; assurez-vous que les trois cables sont connectés.

Remarque : Pour une meilleure organisation des cables, il est nécessaire d’installer le module de capteur
de détection de fuites sur un support désigné et de veiller a ce que le module soit solidement installé dans
les pattes de retenue. Pour en savoir plus, consultez 'illustration ci-dessous ou « Installation du Processor
Neptune™ Air Module » dans le Guide d’utilisation ou le Guide de maintenance du matériel.

Chapter 1 Cheminement interne des cables 9
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Figure 10. Cheminement des cables du Module NeptAir

De A

K Pompe 1 Connecteur de pompe 1

H Pompe 2 H Connecteur de pompe 2

H Cable du module de détection de fuite H Connecteur de détection de fuite arriere

Processor Neptune™ Core Module

Cette section décrit le cheminement des cables pour le Processor Neptune™ Core Module (NeptCore).

Pour en savoir plus sur les emplacements du connecteur du module de capteur de détection de fuites sur la
carte du processeur, voir « Connecteurs du bloc carte mére » dans le Guide d’utilisation ou le Guide de

configuration systéme.

Remarque : Pour une meilleure organisation des cables, il est nécessaire d’installer les tuyaux et le module
de capteur de détection de fuites sur un support adapté et de veiller a ce que le module soit solidement
installé dans les pattes de retenue. Pour en savoir plus, consultez I'illustration ci-dessous ou « Installez le
Processor Neptune™ Core Module » dans le Guide d’utilisation ou le Guide de maintenance du matériel.

10 ThinkSystem SR630 V4 Guide de cheminement interne des cables
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Figure 11. Cheminement des cébles pour le Module NeptCore

De A

H Cable de détection de fuite H Connecteur de détection de fuite avant

Carte mezzanine arriéere cablée

Utilisez la section pour comprendre le cheminement des cables pour la carte mezzanine arriére cablée.

Chapter 1 Cheminement interne des cables 11
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Figure 12. Cheminement des cébles pour la carte mezzanine arriére cablée

De A

Connecteur PCle 13 et d’alimentation
Carte mezzanine arriére cablée

Connecteur PCle 9 et d’alimentation

Remarques : Le cheminement des cables de la carte mezzanine arriere cablée differe selon les
configurations :

e |orsque le systeme présente deux processeurs et un bloc d’unité M.2 arriere, le clble se connecte a
Connecteur PCle 13 et d’alimentation.

e Lorsque le systeme présente trois adaptateurs PCle, ou une configuration a un processeur, le cable se
connecte a M Connecteur PCle 9 et d’alimentation.

Fond de panier d’unité M.2 arriére

La présente section fournit des informations sur le cheminement des cables du fond de panier d’unité M.2
arriere.

Pour en savoir plus sur les emplacements des connecteurs du fond de panier d’unité M.2 arriére, voir
« Connecteurs du bloc carte mere » dans le Guide d'utilisation ou le Guide de configuration systéme.
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Figure 13. Cheminement des cables pour le fond de panier M.2 arriere

De A
Alimentation d’unité M.2 arriére K Connecteur d’alimentation M.2
H Interface d’unité M.2 arriére H Connecteur d’interface du fond de panier M.2/7 mm

Module de port série

La présente section fournit des informations sur le cheminement des cables pour le module de port série.

Pour en savoir plus sur les emplacements du connecteur du module de port série sur la carte d’E-S systeme,
voir « Gonnecteurs du bloc carte mére » dans le Guide d’utilisation ou le Guide de configuration systeme.

Chapter 1 Cheminement interne des cables 13



Figure 14. Cheminement des cables du module de port série

De

A

Module de port série

Connecteur de port série

Cheminement des cables pour fonds de panier

La présente section vous présente les cheminement de cables des fonds de panier dans différentes

configurations.

4 unités avant de 2,5 pouces

Cette section décrit le cheminement des cables pour les connexions des cables de signal des fonds de

panier d’unité 4 x 2,5 pouces.

¢ «Fond de panier NVMe 4 x 2,5 pouces » a la page 14

e «Fond de panier 4 x 2,5 pouces NVMe (un processeur) » a la page 15

e «Fond de panier 4 x 2,5 pouces NVMe (refroidissement liquide) » a la page 16

* «4 unités avant de 2,5 pouces avec assemblage de cartes mezzanines avant » a la page 17

Fond de panier NVMe 4 x 2,5 pouces

Utilisez la présente section pour comprendre le cheminement des cables du fond de panier NVMe pour le
modele de serveur avec quatre unités avant 2,5 pouces et deux processeurs.

14  ThinkSystem SR630 V4 Guide de cheminement interne des cables




Le tableau suivant illustre la relation de mappage entre les connecteurs du fond de panier et de la carte du
processeur pour la configuration intégrée.

La figure suivante illustre le cheminement des cables pour la configuration intégrée avec des baies d’unité
NVMe avant 4 x 2,5 pouces. Connexions entre les connecteurs . - A, H-HA H<H, ... @ < I

Cheminement des cables pour configuration intégrée

=5 F o
il = R
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=

Figure 15. Cheminement des cébles pour la configuration intégrée de 4 unités NVMe avant de 2,5 pouces

Tableau 1. Mappage entre le fond de panier et la carte du processeur pour la configuration intégrée

De A

HNVMeOa H PCle 4

H Alimentation A Connecteur d’alimentation 2_A
HNVMe23a3 HPCle 3

Fond de panier 4 x 2,5 pouces NVMe (un processeur)

Utilisez la présente section pour comprendre le cheminement des cables du fond de panier NVMe pour le
modele de serveur avec quatre unités avant 2,5 pouces et un processeur.

Le tableau suivant illustre la relation de mappage entre les connecteurs du fond de panier et de la carte du
processeur pour la configuration intégrée.

Chapter 1 Cheminement interne des cables 15



La figure suivante illustre le cheminement des cables pour la configuration intégrée avec des baies d’unité
NVMe avant 4 x 2,5 pouces. Connexions entre les connecteurs .- A, H-HA H<- B, ... I < I

Cheminement des cables pour configuration intégrée
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Figure 16. Cheminement des cables pour la configuration intégrée de 4 unités NVMe avant de 2,5 pouces

Tableau 2. Mappage entre le fond de panier et la carte du processeur pour la configuration intégrée

De

A

HMNVMeOaH

PCle 4

H Alimentation

H Connecteur d’alimentation 2_A

HNVMe2a3

HPCle 3

Fond de panier 4 x 2,5 pouces NVMe (refroidissement liquide)

Utilisez la présente section pour comprendre le cheminement des cébles de quatre unités NVMe 2,5 pouces
dans le cadre d’une configuration avec refroidissement liquide (Module NeptAir).

Cablage intégré de quatre unités NVMe pour le refroidissement liquide (Module NeptAir)

Le tableau suivant illustre la relation de mappage entre les connecteurs du fond de panier et de la carte du

processeur pour la configuration intégrée.
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La figure suivante illustre le cheminement des cables pour la configuration intégrée avec des baies d’unité
NVMe avant 4 x 2,5 pouces. Connexions entre les connecteurs . - A, H-HA H< H, ... @ < I

Figure 17. Céblage intégré de quatre unités NVMe pour le refroidissement liquide (Module NeptAir)

Tableau 3. Mappage entre le fond de panier et la carte du processeur pour la configuration intégrée

De A

HNVMeOa1 K PCle 4

H Alimentation H Connecteur d’alimentation 2_A
HNVMe23a3 HPCle 3

4 unités avant de 2,5 pouces avec assemblage de cartes mezzanines avant

Utilisez la section pour comprendre le cheminement des cébles pour les connexions des cébles de signal
pour 4 unités avant de 2,5 pouces avec I'assemblage de cartes mezzanines avant.

Fond de panier NVMe 4 x 2,5 pouces
Utilisez la présente section pour comprendre le cheminement des cables du fond de panier NVMe pour le
modeéle de serveur avec quatre unités avant 2,5 pouces et un ou deux processeurs.

Pour connecter les cables de 'assemblage de cartes mezzanines avant, reportez-vous a la section
« Assemblage de cartes mezzanines avant » a la page 4.
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Le tableau suivant illustre la relation de mappage entre les connecteurs du fond de panier et de la carte du
processeur pour la configuration intégrée.

La figure suivante illustre le cheminement des cables pour la configuration intégrée avec des baies d’unité
NVMe avant 4 x 2,5 pouces. Connexions entre les connecteurs . - A, H-HA H<- H, ... < m

Cheminement des cables pour la configuration intégrée avec un processeur

Ll =
1 LD

=

m feiiliiiiliiiie] ‘

)

Figure 18. Cheminement des cébles pour la configuration intégrée de 4 unités NVMe avant de 2,5 pouces

Tableau 4. Mappage entre le fond de panier et la carte du processeur pour la configuration intégrée

De

A

HNVMe0a1

PCle 2

H Alimentation

H Connecteur d’alimentation 2_A

HNVMe22a3

H PCle 1
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Cheminement des cables pour la configuration intégrée avec deux processeurs

L
J ]

Figure 19. Cheminement des cébles pour la configuration intégrée de 4 unités NVMe avant de 2,5 pouces

Tableau 5. Mappage entre le fond de panier et la carte du processeur pour la configuration intégrée

De A

HNVMeOa1 HPCle7

H Alimentation H Connecteur d’alimentation 2_A
HNVMe2a3 HPCle 8

8 unités avant de 2,5 pouces

Cette section décrit le cheminement des cables pour les connexions des cables de signal des fonds de
panier d’unité 8 x 2,5 pouces.

e «Unités NVMe 8 x 2,5 pouces avec deux fonds de panier NVMe 4 x 2,5 pouces » a la page 20

e «Unités NVMe 8 x 2,5 pouces avec deux fonds de panier NVMe 4 x 2,5 pouces (un processeur) » a la
page 21

¢ «Unités NVMe 8 x 2,5 pouces avec deux fonds de panier NVMe 4 x 2,5 pouces (refroidissement liquide) »
alapage 22

e «Unités NVMe 8 x 2,5 pouces avec deux fonds de panier NVMe 4 x 2,5 pouces (un processeur et
refroidissement liquide) » a la page 23
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Unités NVMe 8 x 2,5 pouces avec deux fonds de panier NVMe 4 x 2,5 pouces
Utilisez la présente section pour comprendre le cheminement des cébles pour huit unités NVMe avec deux
fonds de panier NVMe 4 x 2,5 pouces et deux processeurs.

Cheminement des cables pour configuration intégrée

Le tableau suivant illustre la relation de mappage entre les connecteurs du fond de panier et de la carte du
processeur pour la configuration intégrée.

La figure suivante illustre le cheminement des cables pour la configuration intégrée avec des baies d’unité
NVMe avant 8 x 2,5 pouces. Connexions entre les connecteurs .« A, A~ A H<H, ... @ < m

Il e

| en
,:‘.\ /!H l“] rﬂlla H ) cmmme

i

Figure 20. Cheminement des cables pour la configuration intégrée de 8 unités NVMe avant de 2,5 pouces

Tableau 6. Mappage entre le fond de panier et la carte du processeur pour la configuration intégrée

Fond de panier De A
HNVMeO0a1 FI PCle 6

Fond de panier 1 NVMe . . - .

4 x 2,5 pouces H Alimentation HF Connecteur d’alimentation 2_A
HNVMe2a3 HPCle 5

Fond de panier 2 NVMe EANVMe 4 a5 [ PCle 4

4x2,5 pouces H Alimentation H Connecteur d’alimentation 3_A
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Tableau 6. Mappage entre le fond de panier et la carte du processeur pour la configuration intégrée (suite)

Fond de panier

De

A

ANVMe6a7

A PCle 3

Unités NVMe 8 x 2,5 pouces avec deux fonds de panier NVMe 4 x 2,5 pouces (un

processeur)

Utilisez la présente section pour comprendre le cheminement des cables pour huit unités NVMe avec deux

fonds de panier NVMe 4 x 2,5 pouces et un processeur.

Cheminement des cables pour configuration intégrée

Les tableaux et les illustrations ci-apres présentent la relation de mappage entre les connecteurs du fond de

panier et de la carte du processeur pour la configuration intégrée.

La figure suivante illustre le cheminement des cables pour la configuration intégrée avec des baies d’unité
NVMe avant 8 x 2,5 pouces. Connexions entre les connecteurs . <A, H-HA H< H, ... @ < 0.

1]l —

| =B H
I ﬂ;ﬂﬂ

[ e

I

Figure 21. Cheminement des cébles pour la configuration intégrée de 8 unités avant NVMe 2,5 pouces

Tableau 7. Mappage entre le fond de panier et la carte du processeur pour la configuration intégrée

Fond de panier

De

A

Fond de panier 1 NVMe
4 x 2,5 pouces

HMNVMeO0a1

PCle 4
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Tableau 7. Mappage entre le fond de panier et la carte du processeur pour la configuration intégrée (suite)

Fond de panier De A
H Alimentation H Connecteur d’alimentation 2_A
HNVMe2a3 HPCle 3
ANVMe 4 a5 A PCle 1

Zc))(ng’ 5? Zgjgézr 2 NVMe H Alimentation H Connecteur d’alimentation 3_A
BANVMe6a7 A PCle 2

Unités NVMe 8 x 2,5 pouces avec deux fonds de panier NVMe 4 x 2,5 pouces
(refroidissement liquide)
Utilisez la présente section pour comprendre le cheminement des cébles de huit unités avant NVMe pour la

configuration a refroidissement liquide (Module NeptAir) avec deux fonds de panier NVMe 4 x 2,5 pouces.
Cheminement des cables pour configuration intégrée

Le tableau suivant illustre la relation de mappage entre les connecteurs du fond de panier et de la carte du
processeur pour la configuration intégrée.

La figure suivante illustre le cheminement des cables pour la configuration intégrée avec des baies d’unité
NVMe avant 8 x 2,5 pouces. Connexions entre les connecteurs . - A, H-HA H- H, ... I < I

.

1

Figure 22. Cheminement des cébles pour la configuration intégrée de 8 unités NVMe avant de 2,5 pouces
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Tableau 8. Mappage entre le fond de panier et la carte du processeur pour la configuration intégrée

Fond de panier

De

A

Fond de panier 1 NVMe
4 x 2,5 pouces

FANVMeOa

K PCle 6

H Alimentation

H Connecteur d’alimentation 2_A

HNVMe24a3

H PCle 5

Fond de panier 2 NVMe
4 x 2,5 pouces

BANVMe 4 a5

APCle4

H Alimentation

H Connecteur d’alimentation 3_A

ANVMe6a7

A PCle 3

Unités NVMe 8 x 2,5 pouces avec deux fonds de panier NVMe 4 x 2,5 pouces (un
processeur et refroidissement liquide)

Utilisez la présente section pour comprendre le cheminement des cébles de huit unités NVMe pour la
configuration a refroidissement liquide (Module NeptAir) avec deux fonds de panier NVMe 4 x 2,5 pouces et

un processeur.

Cheminement des cables pour configuration intégrée

Le tableau suivant illustre la relation de mappage entre les connecteurs du fond de panier et de la carte du
processeur pour la configuration intégrée.

La figure suivante illustre le cheminement des cables pour la configuration intégrée avec des baies d’unité
NVMe avant 8 x 2,5 pouces. Connexions entre les connecteurs .- A, A~ A H<H, ... I < @
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Figure 23. Cheminement des cables pour la configuration intégrée de 8 unités NVMe avant de 2,5 pouces

Tableau 9. Mappage entre le fond de panier et la carte du processeur pour la configuration intégrée

Fond de panier

De

A

Fond de panier 1 NVMe
4 x 2,5 pouces

HMNVMe 0 a1

PCle 4

H Alimentation

H Connecteur d’alimentation 2_A

HNVMe2a3

H PCle 3

Fond de panier 2 NVMe
4 x 2,5 pouces

EANVMe 42345

A PCle 1

H Alimentation

H Connecteur d’alimentation 3_A

ANVMe6a7

B PCle 2

10 unités avant de 2,5 pouces

Cette section décrit le cheminement des cables pour les connexions des cables de signal des fonds de

panier d’unité 10 x 2,5 pouces.

e «10 NVMe de 2,5 pouces » a la page 25

e «10x2,5 pouces NVMe (refroidissement liquide) » a la page 26

e «12 NVMe de 2,5 pouces » a la page 27
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10 NVMe de 2,5 pouces
La présente section vous permet de comprendre le cheminement des cables de 10 unités NVMe avant avec

le fond de panier 10 x 2,5 pouces AnyBay.
Cheminement des cables pour configuration intégrée

Le tableau suivant illustre la relation de mappage entre les connecteurs du fond de panier et de la carte mére
pour la configuration intégrée.

La figure suivante illustre le cheminement des cables pour la configuration intégrée avec des baies d’unité
NVMe avant 10 x 2,5 pouces. Connexions entre les connecteurs .- A, A~ A H<H, ... I < m

0

L

Figure 24. Cheminement des cables pour la configuration intégrée de 10 unités avant NVMe 2,5 pouces

Tableau 10. Mappage entre un fond de panier AnyBay avant et la carte du processeur pour la configuration intégrée

De A

HNVMeO0a1 K PCle 6

HANVMe22a3 HPCle 5

HNVMe 4a5 HPCle 4

A Alimentation A Connecteur d’alimentation 2_A
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Tableau 10. Mappage entre un fond de panier AnyBay avant et la carte du processeur pour la configuration intégrée
(suite)

De A
HNVMe6a7 HPCle 3
ANVMe8a9 APCle2

10 x 2,5 pouces NVMe (refroidissement liquide)

Utilisez la présente section pour comprendre le cheminement des cables de 10 unités NVMe avant pour une
configuration avec refroidissement liquide (Module NeptAir) lorsqu’un fond de panier avant 10 x 2,5 pouces
AnyBay est installé.

Cablage intégré de 10 unités NVMe pour le refroidissement liquide (Module NeptAir)

Le tableau suivant illustre la relation de mappage entre les connecteurs du fond de panier et de la carte mére
pour la configuration intégrée.

La figure suivante illustre le cheminement des cables pour la configuration intégrée avec des baies d’unité
NVMe avant 10 x 2,5 pouces. Connexions entre les connecteurs . i« A, A-HA H<H, ... I < m

Figure 25. Cablage intégré de 10 unités NVMe pour le refroidissement liquide (Module NeptAir)
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Tableau 11. Mappage entre un fond de panier AnyBay avant et la carte du processeur pour la configuration intégrée

De A

HNVMeOa1 K PCle 6

HNVMe23a3 HPCle 5

HNVMe 4 a5 HPCle 4

A Alimentation A Connecteur d’alimentation 2_A
HNVMe6a7 HPCle 3

MANVMe 829 A PCle 2

12 NVMe de 2,5 pouces

La présente section vous permet de comprendre le cheminement des cables de 12 unités NVMe avant avec
le fond de panier 10 x 2,5 pouces.

Cheminement des cables pour configuration intégrée

Le tableau suivant illustre la relation de mappage entre les connecteurs du fond de panier et de la carte mére
pour la configuration intégrée.

La figure suivante illustre le cheminement des cables pour la configuration intégrée avec des baies d’unité
NVMe avant 12 x 2,5 pouces. Connexions entre les connecteurs . - A, H-HA H< H, ... @ < m
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Figure 26. Cheminement des cables pour la configuration intégrée de 12 unités avant NVMe 2,5 pouces

Tableau 12. Mappage entre un fond de panier AnyBay avant et la carte du processeur pour la configuration intégrée

Fond de panier avant

Fond de panier De A
HNVMeOa1 Kl PCle 6
HANVMe2a3 H PCle 5
HNVMe4a5 HPCle 4

I Alimentation

A Connecteur d’alimentation 2_A

HNVMe6a7

HPCle 3

ANVMe 849

A PCle 2

Fond de panier arriére

Alimentation

Alimentation sur le connecteur
PCle 15 et d’alimentation

H NVMe

H Signal sur connecteur PCle 9 et
d’interface
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Annexe A. Documents et supports

Cette section fournit des documents pratiques, des pilotes et des téléchargements de microprogramme et
des ressources de support.

Téléchargement des documents
Cette section sert d’introduction et présente des liens de téléchargement afin d’obtenir des documents
pratiques.
Documents
¢ Guides d’installation des glissiéres
— Installation des glissieres dans une armoire
e Bras de routage des cables - Guide d’installation
— Installation du bras de routage des cables (CMA) dans une armoire
e Guide d’utilisation

— Présentation complete, configuration systeme, remplacement des composants matériels et
dépannage.
Chapitres sélectionnés dans le Guide d’utilisation :

— Guide de configuration systéme : Présentation du serveur, identification des composants, voyants
systéme et affichage des diagnostics, déballage du produit, installation et configuration du serveur.

— Guide de dépannage du matériel : Installation des composants matériels, cheminement des
cables et dépannage.

¢ Guide de cheminement des cables

— Informations sur le cheminement des cables.
e Guide de référence des codes et messages

- Evénements XClarity Controller, LXPM et UEFI
* Manuel UEFI

— Présentation du paramétre UEFI

Sites Web de support

Cette section permet de télécharger des pilotes et microprogrammes, ainsi que d’accéder a des ressources
de support.
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Annexe B. Consignes

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits,
logiciels ou services Lenovo non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents
d’annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous a votre partenaire commercial Lenovo.

Toute référence a un produit, logiciel ou service Lenovo n’implique pas que seul ce produit, logiciel ou
service puisse étre utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut étre utilisé, s’il n’enfreint
aucun droit de Lenovo. Il est de la responsabilité de I'utilisateur d’évaluer et de vérifier lui-méme les
installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés
par Lenovo.

Lenovo peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le
présent document. La remise de ce document n’est pas une offre et ne fournit pas de licence sous brevet ou
demande de brevet. Vous pouvez en faire la demande par écrit a I'adresse suivante :

Lenovo (United States), Inc.

8001 Development Drive

Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE « EN L’ETAT » SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE. LENOVO
DECLINE TOUTE RESPONSABILITE, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AUX INFORMATIONS QUI Y
SONT CONTENUES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES DE NON-CONTREFACON ET
D’APTITUDE A L’EXECUTION D’UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas I'exclusion des
garanties implicites, auquel cas I'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Il est mis a jour périodiquement.
Chaque nouvelle édition inclut les mises a jour. Lenovo peut, a tout moment et sans préavis, modifier les
produits et logiciels décrits dans ce document.

Les produits décrits dans ce document ne sont pas congus pour étre implantés ou utilisés dans un
environnement ou un dysfonctionnement pourrait entrainer des dommages corporels ou le déces de
personnes. Les informations contenues dans ce document n'affectent ni ne modifient les garanties ou les
spécifications des produits Lenovo. Rien dans ce document ne doit étre considéré comme une licence ou
une garantie explicite ou implicite en matiere de droits de propriété intellectuelle de Lenovo ou de tiers.
Toutes les informations contenues dans ce document ont été obtenues dans des environnements
spécifiques et sont présentées en tant qu'illustration. Les résultats peuvent varier selon I'environnement
d'exploitation utilisé.

Lenovo pourra utiliser ou diffuser, de toute maniére qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa
part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les références a des sites Web non Lenovo sont fournies a titre d'information uniquement et n'impliquent en
aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas
partie des éléments du présent produit Lenovo et I'utilisation de ces sites reléve de votre seule
responsabilité.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement
contrdlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de maniére significative selon I'environnement
d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systemes en cours de développement ne sont pas
garanties sur tous les systémes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats
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peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables a
leur environnement d'exploitation.

Marques
LENOVO et THINKSYSTEM sont des marques de Lenovo.

Toutes les autres marques appartiennent a leurs propriétaires respectifs.

Remarques importantes

La vitesse du processeur correspond a la vitesse de I’horloge interne du processeur. D’autres facteurs
peuvent également influer sur les performances d’une application.

Les vitesses de I'unité de CD-ROM ou de DVD-ROM recensent les débits de lecture variable. La vitesse
réelle varie et est souvent inférieure aux vitesses maximales possibles.

Lorsqu’il est fait référence a la mémoire du processeur, a la mémoire réelle et virtuelle ou au volume des
voies de transmission, 1 Ko correspond a 1 024 octets, 1 Mo correspond a 1 048 576 octets et 1 Go
correspond a 1 073 741 824 octets.

Lorsqu’il est fait référence a la capacité de I'unité de disque dur ou au volume de communications, 1 Mo
correspond a un million d’octets et 1 Go correspond a un milliard d’octets. La capacité totale a laquelle
I'utilisateur a acces peut varier en fonction de I’environnement d’exploitation.

La capacité maximale de disques durs internes suppose que toutes les unités de disque dur standard ont été
remplacées et que toutes les baies d’unité sont occupées par des unités Lenovo. La capacité de ces unités
doit étre la plus importante disponible a ce jour.

La mémoire maximale peut nécessiter le remplacement de la mémoire standard par un module de mémoire
en option.

Chague cellule de mémoire a semi-conducteurs a un nombre fini intrinseque de cycles d’écriture qu’elle peut
prendre en charge. Par conséquent, un dispositif SSD peut avoir un nombre de cycles d’écriture maximal
exprimé en total bytes written (TBW). Un périphérique qui excede cette limite peut ne pas répondre aux
commandes générées par le systéme ou peut ne pas étre inscriptible. Lenovo n’est pas responsable du
remplacement d’un périphérique ayant dépassé son nombre maximal garanti de cycles de programme/
d’effacement, comme stipulé dans les spécifications publiées officielles du périphérique.

Lenovo ne prend aucun engagement et n’accorde aucune garantie concernant les produits non Lenovo.
Seuls les tiers sont chargés d’assurer directement le support des produits non Lenovo.

Les applications fournies avec les produits Lenovo peuvent étre différentes des versions mises a la vente et
ne pas étre fournies avec la documentation compléte ou toutes les fonctions.

Déclarations de compatibilité électromagnétique

Lorsque vous connectez un moniteur a I’équipement, vous devez utiliser les cables congus pour le moniteur
ainsi que tous les dispositifs antiparasites livrés avec le moniteur.

Vous trouverez d’autres consignes en matiére d’émissions électroniques sur :

https://pubs.lenovo.com/important_notices/
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Déclaration BSMI RoHS pour la région de Taiwan

IRAYE R RSB ES
Restricted substances and its chemical symbols
B 7T Unit NEH ZRIEE ZRTRE
#hlead |ZKMercury| #Cadmium | Hexavalent Polybrominated| Polybrominated
(PB) (Hg) (Cd) chromium biphenyls diphenyl ethers
(CF%) (PBB) (PBDE)
et O O O O O o
SNERE R O 9] O O O O
et 4B = 15 O @] @] O
EREERE o) O o} o o
SEEEH O O o] O O
PR O O o] o O
REIEEREM ) O o o O
EEAsH O O @ O O
ERHtERR O O o) O o]
RERE O O o] O O
ENRI B BE 4 O O o] O

EEL "EBHoIwt%” & "HH01wth” RERAVEZESEEEELEESEESEEE -

Note1 : “exceeding 0.1wt%" and “exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content
of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

#E2. 0" GEZERAVEZADILEZSERBEASEZEERE

Note2: “ () "indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the
percentage of reference value of presence.

wE3 " - BRIEZERRAVERHREE -

Note3 : The “-“indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Informations de contact pour I'importation et ’exportation de la région
de Taiwan

Des contacts sont disponibles pour les informations d’importation et d’exportation de la région de Taiwan.

ZRG/ENBERE. EBBIRIXBXRNEBRAT
EOFM: SiEmEEE =K 66 3k 8 1%
# [ EsE: 0800-000-702

TCO Certified

Les modéles/configurations sélectionnés répondent aux exigences de TCO Certified et portent I'étiquette
TCO Certified.

Remarque : TCO Certified est une certification tierce internationale en matiere de développement durable
pour les produits informatiques. Pour plus d’informations, voir https://www.lenovo.com/us/en/compliance/
tco/.
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